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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documefts_ci
dessous:

e «Site web» de la CEl*

s Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a

Terminologie, sym
et littéraux

utiliser en électrotechnique) \a CEI 60417: Symboles
graphiques utilisables sur/le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.
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Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publicatio

atalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications |IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Quatrieme complément a la Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Troisieme partie: Regles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés
Boitiers de forme G concus pour une manipulation automatique

PREAMBULE

sont représent€s tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, exprimeé
accord international sur les sujets examinés.

Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la rp
étre indiquée en termes clairs dans cette derniépe

Rapport de vote ‘

P&{N@is
AN
|

47(Bc>)03 ; 47(BCY1057

: Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs, Deuxiéme partic: Dimensions.
191-3°A (1976): Premier complément a la Publication 191-3 (1974)
Troisieme partie: Regles générales pour la préparation des dessins d’encombrements des
circuits intégrés.
191-3B (1978): Deuxiéme complément  ia Publication 191-3 (1974).
Autre publication citée:
Projet de norme internationale

ISO/DIS 2692: Dessins techniques ~ Tolérances de forme et tolérances de position — Deuxiéme partie:
Principe du maximum de matiére.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Fourth supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits
Packages of form G intended for automated handling

FOREWORD

This standard has been prepared by 1EC Tecdhnic .47: Semiconductor Devices.

The text of this standard 1M QXS\
’ KSB\ Ihs\\ Report on Voting 1

4@10{)’» 47(CO)1057 ‘

N

oting fox the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated

Full informati
in the above
The following 1EC woted in this standard:

Publications Nos. -2 (1960): Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions.

191-3A1976): First supplement to Publication 191-3 (1974)
Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits.
191-3B (1978): Second supplement to Publication 191-3 (1974).

Other publication quoted:
Draft International Standard

ISO/DIS 2692: Technical drawings — Tolerances of form and of position — Part 1I: Maximum material
principle.
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